TECHNOLOGIE

Trzymaé poziom
Kontrola optyczna montazu BGA

Obudowy BGA oraz inne o duzej liczbie

wyprowadzen, sq szczegdlnie wrazliwe na bledy

koplanarnosci, ale wielu producentow nie stosuje

odpowiednich metod kontroli by je wykryé. Dan

Eames z firmy Adaptsys przedstawia w skrdcie

Kontrola optyczna jako-
$ci montazu przeprowadza-
na w dwéch wymiarach
jest wystarczajaca do oce-
ny bledéw przy montazu
prostych obudéw dwurze-
dowych, ale w przypadku
obudéw zlozonych, o du-
zej liczbie wyprowadzen
takich jak Ball Grid Ar-
rays (BGA) konieczna jest
dokladniejsza inspekcija.
Niestety, pomimo konstru-
owania coraz drozszych
systemow, wiekszo$¢ pro-
ducentéw ciagle postu-
guje sie dwuwymiarows
kontrola optyczna w celu
zbadania problemu, ktéry
wymaga diagnostyki tréj-
wymiarowe;j.

Nawet przy zastosowa-
niu nowoczesnych tech-
nik wytwarzania, wymia-
ry koncéwek BGA mogg
sie waha¢ w takim za-
kresie, ze jedna lub wig-
cej koncéwek nie bedzie
miato kontaktu z polami
lutowniczymi po zamon-
towaniu uktadu na plytce
drukowanej (rys. 1). Kuli-
ste wyprowadzenia BGA
moga byé Scisniete, Sciete,
odksztalcone lub po pro-
stu za mate. W przypad-
ku elementéw do monta-
zu przewlekanego klopoty
stwarzaja koncéwki za-
giete lub nieprawidlowo
uformowane oraz gdy na
wyprowadzeniu znajdu-

zasady poprawnej kontroli.

je sie odprysk metalu
albo zadzior. Wielokrotne
manipulowanie elementa-
mi podczas programowa-
nia, testowania i montazu
moze dodatkowo uszko-
dzi¢ koncéwki i w efekcie
zwigkszyé bledy kopla-
narnoéci, co oczywiscie
wplywa na uzysk iawa-
ryjnosc.

Konwencjonalna, dwu-
wymiarowa (2D) kontrola
optyczna umozliwia od-
najdywanie defektéw, pek-
nigé, odlaman, zarysowan
irozbiezno$ci ustawienia,
jak réwniez - w prostych
przypadkach - pozwala
wnioskowaé¢ o ktopotach
zwigzanych z koplanarno-
$cig. Ta metoda opiera sie
na dwdéch obrazach dane-
go elementu, na przyklad
widoku bocznego i od
spodu ina tej podstawie
okreslana jest przyblizona
pozycja elementu w prze-
strzeni 3D. Kontrole dwu-
wymiarowg stosuje sieg
wiec do sprawdzania ko-
linearno$ci, podczas gdy
tak naprawde, dokladna
weryfikacja wymaga jesz-
cze jednego wymiaru, kt6-
ry jest zapewniany dopie-
ro w kontroli 3D. Badania
przeprowadzone w firmie
Adaptsys za pomoca jej
optycznego systemu we-
ryfikacyjnego 3D pokazaly,
ze w typowych procesach

m 4 Wyprovadzena BGA
<4—Powierzchnia PCB

Rys. 1. Réznice wysokosci wyprowadzen BGA mogqg
prowadzi¢ do utraty styku z polem lutowniczym na plytce

drukowanej
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Btad koplanarnosci jest miarg rozrzutu odlegfo$ci punktéw od
ptaszczyzny. W przypadku obudowy BGA iinnych obudéw o wielkiej
liczbie wyprowadzen jest to miara rozrzutu wysokosci kulek (tworzacych
wyprowadzenia) lub diugosci koncowek, w stosunku do pfaszczyzny
odniesienia utworzonej przez powierzchnig, na ktorej jest osadzany uktad
scalony (powierzchnig plytki drukowane;j).

produkcyjnych, 1% skon-
trolowanych elementéw
BGA wykazywal btedy ko-
planarnosci, ktére mogly
powodowaé podatnosé ele-
mentéw na uszkodzenia.
Sa dwa sposoby de-
finiowania ptaszczyzny
odniesienia, do ktoérej
powinny byé wyréwna-
ne wyprowadzenia ele-
mentu: metoda ustalonej
plaszczyzny oraz metoda
najmniejszych kwadra-
téw. W metodzie ustalonej
plaszczyzny do okreslenia
plaszczyzny odniesienia
wykorzystuje sig trzy kul-
ki lub koncéwki charak-
teryzujace sig najwieksza
odlegtoscig od ustalonej
plaszczyzny, z uwzgled-
nieniem $rodka ciezkosci.
W metodzie najmniejszych
kwadratow plaszczyzne
odniesienia wyznacza sie
minimalizujagc wartos¢
$redniokwadratowa od-
leglosci tej plaszczyzny
od wszystkich kulek lub
koncéwek elementu. Jed-
noczeé$nie ta minimalna

warto$¢ Sredniokwadrato-
wa stanowi miare bledu
koplanarnosci.

W automatycznym
sprzecie optycznym stu-
zacym do weryfikacji 3D,
do stworzenia obrazéw
badanego elementu wy-
korzystuje sie kilka ka-
mer. Podczas gdy wigk-
szo$¢ systemé6w 3D pra-
cuje w oparciu o metode
ustalonej ptaszczyzny, to
w systemie firmy Adaptsys
jest stosowany algorytm
najmniejszych kwadra-
téw. Ten algorytm pozwa-
la precyzyjnie wyznaczy¢
w przestrzeni tréjwymiaro-
wej plaszczyzne odniesie-
nia dla kulek lub wypro-
wadzen oraz umozliwia
doktadne wyznaczenie
btedu koplanarnosci oraz
innych parametréw, jak
np. rastru wyprowadzen,
szeroko$ci wyprowadzen,
katéw polozenia elementu,
jako$ci oznakowania itd.

Typowa kontrola ko-
planarnosci (tj. przy ty-
powych nastawach) powo-
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SIMATIC S7-200 oraz
Zestaw dla poczatkujgcych

STEMENS

Zestaw dla poczatkujacych jest kompletnym pakietem startowym sktadajacym sie z:
 sterownika S7-200 (CPU222, zintegrowane 8DI/6DQ),

* oprogramowania Step7MicroWin V4.0,

* kabla do programowania PC/PPl-kabel,

* przetgcznika symulacyjnego wejsé-wyjseé,

* dokumentaciji.

To doskonate narzedzie, za pomocg ktdérego mozna zapoznac si¢ ze wszystkimi
funkcjami sterownika S7-200 w oparciu o oprogramowanie Step7MicroWin.

roWin V4.0

Siemens Sp. z 0.0. A&D
tel. 022 870 91 66
e-mail: simatic.pl@siemens.com

Autoryzowani dystrybutorzy:
ALLMAR - www.allmar.pl

APS - www.aps.pl

ELMARK - www.elmark.olsztyn.pl
ELTEKO - www.elteko.mpn.pl
EWPOL - www.ewpol.prv.pl
FERROX ELECTRIC - www.ferrox-electric.pl
IMPOL-1 - www.impol-1.pl
SITANIEC - www.sitaniectech.pl
STAKOL - www.stakol.com.pl
STERNET - www.sternet.pl
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duje odrzucenie 0,1...1,0%
elementéw i stanowi gwa-
rancjg, ze nie zostang
przepuszczone elementy
przekraczajace dopuszczal-
ny margines btedu kopla-
narnosci.

Nastawianie parame-
trow sprzetu testujace-
go powinno odbywaé sie
na podstawie statystycz-
nej kontroli procesu SPC
(Statistical Process Con-
trol). Analiza odrzuconych
elementéw pozwala ziden-
tyfikowa¢ zrédto klopotéw
i w konsekwencji wyelimi-
nowaé je i doprowadzié
do redukcji liczby wadli-
wych komponentéw. SPS
moze réwniez pozwolic
na wzmocnienie kryte-
ribw testowania, osiagnie-
cie optymalnych nastaw
sprzetu testujgcego, co
ma oczywiscie wplyw na
proces produkcyjny wy-
korzystujacy dang plytke
drukowana.

Niektére normy obo-
wigzujace w przemysle
motoryzacyjnym wymagaja
100% testowania kopla-
narno$ci przed zamon-
towaniem elementu, ale
przestrzeganie tej proce-
dury jest korzystne tak-
ze w innych branzach,
zwlaszcza gdy wymiana
wadliwego elementu jest
kosztowna. Badanie kopla-
narnos$ci moze zredukowac
koszty dwojako; pomaga
minimalizowa¢ uszkodze-
nia powstajace w miejscu
eksploatacji sprzetu oraz
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umozliwia identyfikowa-
nie wadliwych elementéw
iich eliminowanie zanim
jeszcze spowoduja nara-
stanie kosztéw dodanych
w procesie produkowania
z natury wadliwej ptyt-
ki. Po wykonaniu testéw
elementy moga zosta¢ za-
kwalifikowane jako prawi-
dlowe, do odrzucenia lub
do naprawy (oile oczywi-
$cie jest to ekonomicznie
uzasadnione.

Kontrola koplanarnosci
moze byé przeprowadzana
w trakcie procesu produk-
cyjnego. Maszyny uklada-
jace elementy i programa-
tory firmy Adaptsys moga
by¢é wyposazone w system
kamer 3D tak, ze spraw-
dzanie koplanarnosci
moze zosta¢ zintegrowane
z ukladaniem elementéw
na plytce drukowanej lub
w trakcie programowa-
nia elementéw. Elementy
mogg byé réwniez przete-
stowane gdy sg zapakowa-
ne w tacach lub tubkach,
albo przed umieszczaniem
na plytce drukowane;j.

Wszedzie gdzie kontro-
la koplanarnosci jest sto-
sowana, jej kluczowymi
parametrami wplywaja-
cymi na efektywno$c¢ sa:
doktadnosé, szybkosé i po-
wtarzalno§é. W przypadku
kontroli automatycznej 3D
te wszystkie trzy parame-
try sg lepsze niz w przy-
padku kontroli optycznej
przez czlowieka. Przykla-
dowo, najnowsze kamery

systemu 3D firmy Adapt-
sys sa w stanie wspieraé
testowanie z szybkoscig
45000 jednostek na go-
dzine (UPH - Units Per
Hour), z rozdzielczo$cia
pomiaru dlugodci wy-
prowadzen réwng 3 pm
i dokladnoscig oceny ko-
planarnosci dochodzgca
do 10 pm.

W zwigzku ze wzro-
stem wartodci systemoéw
produkowanych w zachod-

niej Europie, wzrasta row-
niez rola automatycznych
systeméw optycznych 3D.
Ich stosowanie zwieksza
uzysk produkcyjny i po-
prawia dokladno$é mon-
tazu elementéw w obudo-
wach BGA iinnych o du-
zej liczbie wyprowadzen.

Dodatkowe informacije...

...53 dostepne pod adresem
http://www.adaptsys.com.
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